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Requisiti per la Brasatura degli
Assemblaggi Elettrici ed Elettronici

1 GENERALITA’

1.1 Scopo Questo Standard prescrive le pratiche e i requisiti per la produzione di brasature di assemblaggi elettrici
ed elettronici. Storicamente, gli Standard inerenti l’assemblaggio elettronico (brasatura dolce) contenevano spiegazioni
maggiormente complete che riguardavano soprattutto i principi e le tecniche. Per una maggiore comprensione sulle
raccomandazioni e sui requisiti contenuti in questo documento, è possibile utilizzare IPC-HDBK-001 e IPC-A-610.

1.2 Obiettivo Questo Standard descrive i materiali, i metodi e i criteri di accettabilità per la realizzazione di assemblaggi
elettrici ed elettronici brasati. L’intento di questo documento è quello di fare affidamento sulle metodologie di controllo dei
processi al fine di assicurare un consistente livello di qualità durante la produzione dei prodotti. �on rientra negli obiettivi di
questo Standard escludere qualsiasi procedura inerente il posizionamento della componentistica o l’applicazione del flussante
o l’utilizzo di leghe brasanti.

1.3 Classificazione Questo Standard riconosce che gli assemblaggi elettrici ed elettronici sono soggetti ad una
classificazione in funzione all’uso finale a cui verranno destinati. Vengono qui stabilite tre classi relative all’utilizzo
finale del prodotto che ne esprimono le differenze nella realizzazione, nella complessità, nei requisiti di funzionalità delle
prestazioni e nella frequenza delle verifiche (ispezioni/test). In questa classificazione è possibile che un’apparecchiatura
possa sovrapporre due diverse classi.

L’utilizzatore (user) (vedere 1.8.12) ha la responsabilità di definire la classe del prodotto. La classe del prodotto dovrebbe
essere definita nella documentazione che costituisce il capitolato di approvvigionamento.

CLASSE 1 Prodotti per l’Elettronica Generale
Include prodotti impiegabili per applicazioni in cui il requisito principale rimane il semplice funzionamento del circuito.
stampato assemblato.

CLASSE 2 Prodotti Elettronici di Servizio Dedicati
Include quei prodotti dove sono necessarie prestazioni di rilievo e di lunga durata e per i quali è auspicato, benché non
critico, un servizio continuativo. Tipicamente, l’ambiente operativo non dovrebbe causare difettosità.

CLASSE 3 Prodotti Elettronici per Alta Affidabilità/Dure Condizioni ambientali
Includono quei prodotti dove sono cruciali prestazioni continuative o su richiesta, dove non è tollerato il fermo macchina e
dove l’ambiente operativo può essere particolarmente severo e le attrezzature devono funzionare su richiesta, come per quelle
di supporto per la vita o altri sistemi critici.

1.4 Unità di Misura e Applicazioni Tutte le dimensioni e le tolleranze specificate in questo documento, così come altre
grandezze di misura (temperatura, peso, ecc.) sono espresse in accordo al SISTEMA I�TER�AZIO�ALE SI (System
International); in parentesi [ ] sono mostrati i valori equivalenti espressi secondo il sistema anglosassone. Dimensioni e
tolleranze vengono espresse solitamente in millimetri (quando è richiesto un grado di precisione superiore si fa uso dei
micron). La temperatura viene espressa in gradi Celsius. Il peso viene espresso in grammi.

1.4.1 Verifica delle Dimensioni Le misure effettive riportate in questo documento (cioè montaggio specifico dei particolari,
dimensioni del raccordo di brasatura e determinazione delle sue percentuali) non vengono richieste se non per uso arbitrale
(referee). Tutti i limiti definiti in questo standard sono limiti assoluti come definito in ASTM E29.

1.5 Definizione dei Requisiti La parola deve (shall) è usata nel testo di questo documento laddove esiste un requisito sui
materiali, sulla preparazione, sul controllo di processo o sull’accettabilità delle connessioni brasate.

Dove la parola deve viene utilizzata nella definizione di una caratteristica che descrive la difettosità dell’hardware per almeno
una classe di prodotto, i requisiti di accettabilità per ciascuna classe vengono annotati nella casella di testo adiacente alla
condizione.
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